
Tervetuloa O-johtaviin
O-johtava pyrkii olemaan yhden luukun ratkaisu kumppani EMS-toimitusketjussa, mukaan lukien PCB-
suunnittelu, PCB-valmistus ja PCB-kokoonpano (PCBA). Tarjoamme joitakin kehittyneimmistä PCB-
tekniikoista, mukaan lukien HDI PCB: t, monikerroksiset PCB: t, jäykät joustavat PCB: t . Voimme tukea
nopeasti vuoroprototyypin keskipitkän ja massatuotantoon.

Yleensä maailmanlaajuiset asiakkaamme ovat erittäin vaikuttuneita palveluistamme: nopea vastaus,
kilpailukykyinen hinta ja laatu sitoutuminen

Tulevaisuuden näköinen O-johtava keskittyy elektroniikan valmistustekniikan innovointiin ja kehittämiseen,
ja tehdä pysyviä ponnisteluja PCB & PCBA: n yhden luukun palveluun tarjotakseen ensiluokkaisia palveluja
ja luo enemmän arvoa asiakkaillemme.

Napsauta näitä lisätietoja:Painettu piirilevy Valmistaja

Lähtöisin Guang Dong, Kiina (Manner) Tuotenimi O-johtava
Pohjamateriaalia FR-4, alumiini Kuparipaksuus 0.5oz-5oz
Min. Reiän koko 0,2 mm Min. Viivan leveys 0,2 mm
Pinnan viimeistelyUpotus kulta, OSP, Lead Free Hasl Paksuus 0,1-5mm

sovellettava LED, matkapuhelin, ilmastointilaitteet,
pesukoneet merkki Teollisuuden ohjaus PCB

sertifikaatit ISO9001, UL, ROHS, SGS Q / CTN 10PCS-100PCS
paino 0,01 kg -5kg Moq 10 kpl
väri- Sininen, punainen, vihreä, musta.Yellow Min. Line Spacing 0,2 mm

Mallinumero Power Bank PCB: n kokoonpano PCBA-
valmistaja hinta $0,1 - 10 dollaria

Desiule tyyppi Asiakkaan vaatimus koko 0,01m3-10m3

http://www.o-leading.com/products/printed-circuit-boards-supplier-pcb-manufacturer-in-china.html
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Pakkaus ja toimitus



Prosessin kyky
PCB-tuotantoominaisuudet
Kerroslaskenta: 1Layer-32Layer
Valmis kupari Paksuus: 1 / 3oz-12oz
Min Line Leveys / Sijainti Sisäinen: 3.0mil / 3.0mil
Min Line Leveys / Spacing Ulkoinen: 4.0mil / 4.0mil
Max kuvasuhde: 10: 1
Hallituksen paksuus: 0,2 mm - 5.0mm
Max-paneelin koko (tuumaa): 635 * 1500mm
Pienin porausreikä Koko: 4mil
Pied Reikien toleranssi: +/- 3mil
BiD / Haudattu Vias (AII-tyypit): Kyllä
Täytä (johtava, ei-johtava): Kyllä
Perusmateriaali: FR-4, FR-4HIGH TG.HALogen Free materiaali, Rogers, Aluminium Base,Polyimidi,
Raskas kupari
Pintapäällyste: HASL, OSP, ENIG, Hal-LF, LMMERSION SILVER,LMMERSION TIN, KULJETUKSET, Hiilimen
muste



SMT Tuotantoominaisuudet
PCB Materiaali: FR-4, CEM-1, CEM-3, alumiinipohjainen levy
Max PCB koko: 510x460mm
Min PCB koko: 50x50mm
PCB-paksuus: 0,5 mm - 4,5 mm
Hallituksen paksuus: 0,5-4mm
MIN Komponentit Koko: 0201
Standardi sirun kokoinen komponentti: 0603 ja suurempi
Komponentti Max Korkeus: 15mm
Min Lead Pitch: 0,3mm
Min Bga Ball Pitch: 0.4mm
Sijoittelun tarkkuus: +/- 0.03mm


